Mapa y comportamiento de deformación por Creep  en soldadura  eutéctica 63Sn/37Pb

La soldadura eutéctica 63Sn/37Pb es comúnmente usada en circuitos electrónicos para las conexiones  mecánicas y eléctricas debido a su favorable capacidad del líquido para impregnar la superficie a soldar. Aún así, debido al más bien bajo punto de fusión de la aleación (183º C), la temperatura ambiente de operación (de -40 a 150º C) es alrededor de 0.5 a 0.9 veces el punto de fusión absoluta de la aleación. A tan altas temperaturas, el material está en una condición de activación térmica.  Muchos procesos activados térmicamente, incluyendo el deslizamiento de dislocaciones, escalonamiento de dislocaciones, difusión de borde de grano y difusión de la matriz producen y acumulan una gran cantidad de deformación por creep, lo que puede causar varios tipos de fallas en uniones soldadas. Por lo tanto, una mayor confiabilidad para las soldaduras requiere un entendimiento fundamental del comportamiento de creep y los mecanismos de deformación para este soldadura tan ampliamente usada.

Algunos conceptos básicos

Creep (fluencia lenta):Deformación producida al aplicar una carga constante producto de la activación térmica que tiene el material al trabajar con temperaturas relativamente altas.
Mecanismos de creep:

-deformación Para aleaciones en las cuales la temperatura del test es superior

a 0.4 T fusión las dislocaciones son térmicamente activadas para deslizarse a través de los planos mas densos .Como resultado la velocidad del creep es más intensa que a temperaturas bajo esta. Esto se debe a que la difusión de átomos ayuda a liberar las obstrucciones en el camino de las dislocaciones. En el mapa se puede apreciar una zona en donde este mecanismo actúa para bajas temperaturas (L.T Creep) en donde sólo hay deslizamiento de dislocaciones, mientras que para la zona de altas temperaturas (H.T Creep) existe escalamiento de dislocaciones.
-difusión Este mecanismo implica el movimiento de vacancias y ocurre por la formación espontánea de vacancias  en las regiones de borde de grano que se encuentran normales a la tensión aplicada. Si estas se mueven a través de la red cristalina el fenómeno se denomina creep Nabarro-Herring, en cambio si las vacancias se mueven a lo largo del borde de grano el proceso se llama creep Coble.
Conclusión

Un mapa fue construido para la soldadura para interpretar los diferentes mecanismos de deformación, los cuales son dependientes de la tensión y de la temperatura.
Notar que la región de creep es sólo aquella que se encuentra en el extremo derecho del mapa, las otras regiones corresponden a las regiones plásticas y la región elástica. 
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